Hibrid Mikroelektronikai Klub
a Hiradastechnika Szovetkezetben

Baratsigos, fesztelen hangulatban tarthatta a
klub, ez évi, masodik délutanjat, februar 28-an,
a Hiradastechnika Szovetkezetben ,,Uj irdny a
hibridtechnikaban: chiphordozék és tobbrétegii ve-
zet6 halozatra épitett multichip rendszerek” cimmel.
Ebben nem kis része van a vendéglaté szovetkezet-
nek. A nagyszamu résztvevd kozott kialakult 8szinte
beszélgetés, a redlis problémak meglatasa és felve-
tése, az azokra adott valaszok, a nagyfoku érdeklédés
azt is bizonyitja, hogy a MEV aktudlis, sokakat ér-
dekls, a miszaki haladds irdnydba mutaté témat
tlizott napirendre.

Koveskati Lajos, a Hiradastechnika Szovetkezet
elnoke, a hazigazda szerepében {idvozolte a megjelen-
teket, majd atadta a szét Wollitzer Gyorgynek,
a MEV f6mérnokének.

Az altala ismertetett technologia a berendezés-
orientalt aramkoérokhéz (BOAK) kapcsolédik. Az
1] irdnyzat kozbils6 helyet foglal el a hibrid- és fél-
vezet6technika kozott, mely a félvezeté technologia
termékét, a chip alakban megjelené aramkort fel-
hasznilja, de az egységes felépités(i, a felhasznalo
altal beiiltethet6 terméket hibrid technoldgiai elja-
rasokkal allitja elé. Az Uj modszer bevezetését az
teszi sziikségessé, hogy az eddig haszndlatos tokoza-
sokkal nehéz kihasznalni a chip kis méretébdl adodo
elényoket. Az elényok elvesztése nemcsak (és elss-
sorban nem) azt jelenti, hogy egységnyi térfogatban
kisebb bonyolultsagi aramkor helyezheté el, hanem
a hozzavezetések hossznovekedésébsl addédod, na-
gyobb soros induktivitasok, csokkentik a maximalis
mikodési frekvenciat. Jelen koriilmények kozott
mar megoldottnak tekinthet6é a chip-ek korszeri to-
kozdsa, de az 0Osszekotd halézat megfelels kiala-
kitasa, a jov6 feladata. Eppen ezt a célt szolgalja
az Gj, a tobbrétegii keramia hordozoéra épiilé techno-
logia bevezetése.

Ezutan Bonifert Janos (MEV) roviden ismertette
a chiphordozok felépitését, alkalmazasuk sziikséges-
ségét. Mar ez a fajta chip tokozas is sok elényt rejt
magaban. A DIL tokokkal szemben négy oldalon
tartalmaz kivezetéseket, igy a chip-hez képest leg-
tavolabbi és legkozelebbi hozzdvezetések hosszanak
aranya 1,5-re csokken, a DIL tokokra érvényes 15-
szords értékhez képest. Ennek tudhaté be, hogy
amig a DIL tokok 500 MHz-ig hasznalhatdk, addig
a chiphordozék 4 GHz-ig is miikédéképesek. A chip-
hordoz6 gyakorlati jelent§ségét tamasztja még ala
"az a tény, hogy a chip-ek mérése, funkcionilis el-
len6rzése — a maximalis mikodési frekvencia kor-
nyezetében — ilyen tokozdsban egyszerfi. Az ellen-
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6rzés, kiillonésen a multichip rendszerekben felhasz-
nalt chip-eknél, fontos kihozatali, éppen ezért gaz-
dasagi kérdés. A chiphordozoék a benniik levs in-
tegralt Aramkoriikkel, kézvetleniil, nyomtatott aram-
kori lapokra is szerelhetfk, hiszen ez a tokozas,
hermetikus lezarast biztosit. Ha az osszes tokfélesé-
get (DIL, chiphordozd, fiat pack, egyebek) egyiittesen
100%-nak vessziik, akkor ebbél a chiphordozok piaca
a kovetkezéképpen alakul: 1980-ban 1% (kisérleti
szint), 1985-ben 12%, 1990-ben 56%.

Mar a chiphordozéknal is megfigyelheté olyan
torekvés, hogy ketténél tobb vezet§ réteget (3 ré-
tegli keramiat) hasznalnak, egyes esetekben a fedél-
ben kiképzett rétegek kozotti kapacitas szolgal a tap-
vezetékek hidegitésére, de tobb chip egy tokba sze-
relésekor ez a rétegszdm is kevés a chip-ek kozotti
osszekottetések megvaldsitasara. Igy annak ellenére,
hogy a chiphordozé 6nalléan életképes tokozasi for-
ma, a multichip dramkornél nélkiilozhetetlen a tech-
nolégiai fejlédés a tokozas terén.

Ennek a fejlédésnek hazankban is bevezethets ut-
jarol adott t4jékoztatast Wollitzer Gyorgy (MEV).
Ismertetésében kiilondsen az volt hasznos és egyben
megnyugtaté a berendezésgyarték szempontjabol,
hogy a fejlédés nemzetkozi tendencidjanak bemuta-
tasaval parhuzamosan kiillonés hangsillyal tért ki
arra, hogy mi az, ami hazai koriilmények kozott,
a mér elért technolégiai szintet tekintetbe véve reali-
zalhat6, s mi az, ami nalunk egyelére nem volna
redlis cél.

A hagyomdanyos hibrid technolégianal, a rétegek
szdmanak novekedésével, exponencidlisan né a selejt.
Ezért nem érdemes ezt az utat valasztani, hanem
tobbrétegli kerdmia konstrukciéval igyekeznek a ve-
zetd sikok szadmat novelni. (Mar a chiphordozé is eh-
hez hasonlé elrendezést hasznosit.) Az egyes sikok
kozotti vezets 0Osszekottetést galvanizalt furatok
biztositjak. A keramia rétegek Gsszepréselése, kiége-
tése utan egy egységes monolit szerkezeti hordozot
kapunk, melynek osszvastagsdga 4 mm. A hordozé
a kovetkezéképpen késziil: A keramia alapanyaghdl
foliat ontenek. Az égetéskor bekovetkezd zsugorodas
elézetes figyelembevételével kimetszik a rétegeket,
szamitogépvezérelt berendezéssel atiitik a kés6bbi
lyukak helyét. Szitanyomadssal felviszik a vezet§ ré-
tegeket, a lyukakat telitik. Ezutdn beiktatnak egy
optikai ellendérzést, s a megfelelé példanyoknal ko-
vetkezik a préselés, korbevagas és az elsG égetés.
Egy tovabbi simit6 égetéssel tiintetik el az els6 ége-
téskor bekovetkezé hullamossagot. A galvanikus
tton felvitt Ni és Au rétegek elkésziilte utan kovet-
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kezik a villamos ellenérzés. A kivezet6k kemény-
forrasztasa a hordozokészités utolsé lépése. A chip-
ek, chiphordozok beiiltetése, az egész aramkor villa-
mos mérése utan a termék készen all a-felhaszna-
lasra.

Ezutin részletes tajékoztatast kaptunk a hazai
programrol, s azokrol a sajatosan magyar korilmé-
nyekrél, amelyek indokolttd és lehetévé teszik az
ismertetett eljards nalunk torténé bevezetését. Az
orszdg rendelkezik tiszta aluminiumoxid porral, a
KOPORC-nak vannak foliadntési tapasztalatai. A
MEV jartas a szitanyomas kivitelezésében, a chip-
hordozok szerelésében, az LSI, VLSI aramkérok vizs-
galataban. Van hazai igény a berendezésorientalt
aramkorok (BOA) irant. A MEV felkésziilt a BOA
chip-ek el6allitasara. Minthogy a nyomtatott dram-
kori lapok mar tébbrétegli kivitelben is késziilnek
az orszagban, az itt szerzett tapasztalatok is jol hasz-
nosithatok. A vazolt gyartastechnolégia bevezetésével
nemecsak a tobbrétegli multichip struktarak elalli-
tasa valik lehetévé, hanem mintegy ,,melléktermék-
ként” gyartani tudnank chiphordozékat, DIL ke-
ramia tokokat, vastagréteg hordozdkat, amelyeket
ma importbdl szerziink be. Egy tovabbi, de egyaltalan
nem jelentéktelen tényez8 az, hogy kiilfoldén ezt a
technologiat f6leg kisiizemi jelleggel miivelik, 10—
30 f6s létszammal. A véarhaté igényekre tekintettel
ez kiilonosen azért figyelemreméltd, mert azt mu-
tatja, hogy kis sorozatoknal is gazdasagos az eljaras.

A tervbe vett hazai multichip modul f6bb para-
méterei: maximalis mérete 50X 75 mm. A rétegek
szama kb. 6. A vezet6 csikok és a kozottiik levs hé-
zagok mérete 0,15 mm. A kivezetések osztaskoze
2,54 mm, de a térekvés az, hogy a kivezetések 5 mm-
nél kozelebb ne keriiljenek egymashoz. Ezzel a
NYAK tervezését igyekszik megkonnyiteni a MEV.

Végiil rovid ismertet6t hallottunk a program lebo-
nyolitisanak modjarél. Az 1984—85-6s kutatasi
tervbe felvett témat az OMFB és az IPM koézdsen
finanszirozza. Profilmegosztas torténne a KOPORC
és a MEV ko6zott oly modon, hogy a KOPORC gyar-
tana a keramia f6liat (ez évekig is tarolhato), a MEV
végezné a tervezést és a hibrid technolégiai folya-
matokat ugy, hogy az 4ramkoéri hordozé a MEV-
ben késziilne el végleges formaban. A chip-beiiltetés,
a befejez6 munkak, a végmérések torténhetnek a
Hiradastechnika Sztjvetkezetben,’a REMIX-nél és
a MEV-nél. A késébbiekben a KOPORC-n4l késziil-
hetnének katalogus alkatrészek formijaban a chip-
hordozok.

A két referatumot élénk vita koévette, melynek
soran a felhasznalok érdeklédése, bizonyos foka ag-
godalma nyilvanult meg.

Megkisérlem az elhangzott kérdéseket és valaszokat
témakor szerint csoportositva ismertetni.

A gazdasagossagot taglalva felmeriilt az 4arak kér-
dése. A chiphordozok vilagpiaci ara 2—4 dollar koriil
mozog. Egy olyan tok, amely 4 db chip-et tartalmaz,
15 dollarba keriil. A tobbrétegli keramia hordozo
ara 80—100 dollar.

Mivel a tobbrétegii keramia hordozon késziilt
nagy bonyolultsagu adramkorok abszolat értelemben
véve dragak, mar 100 db legyartasa is gazdasagilag
indokolt lehet. Altalinossagban ugy 1telheto, hogy
évente legalabb 1000 db-os mennyiségnél mar kifize-
t6d6 a gyartastechnologia bevezetése. Ehhez kap—
csolodik a berendezésgyartoknak az az aggalya, mi
szerint 6vakodnak a BOA hasznilat4tél, mert nem
latjak biztositottnak évek multaval az aramkorok
potlasat, melyre szerviz célokbdl van sziikségiik,
A megoldas kulesa éppen abban rejlik, hogy viszony-
lag kis darabszam Gjragyartdsa is 2—3 héten beliil
megoldhat6, ha a kordbban elkésziilt aramkori ter-
vet vagy a gyarté (MEV) vagy a megrendel8 meg-
6rzi.

A technolégia elénye elsésorban tobb, nagy kive-
zetésszamu chip egyidejii beiiltetésekor mutatkozik
meg, mert az egyes chip-ek kozotti osszekottetés a
chip-ekhez kozeli rétegekben valésul meg, Ezek leg-
tobbjét nem is kell a tokon kiviilre vezetni, igy a
nagyfrekvencias jellemzgk is kedvezébben alakulnak.
A nagy bonyolultsagi aramkérok ily médon olcsob-
bak lesznek azzal szemben, mintha ezeket nyomtatott
aramkori kartyan alakitanank ki, ugyanakkor a t6bb-
rétegii kerdmia hordozén késziilt aramkoérok beiilte-
téséhez az olesobb, kétrétegii nyomtatott lemez is
megfelels. Ez az eljards olyan esetekben is kedvez6,
amikor nem tal nagy bonyolultsagu chip-ek egyetlen
— 0Osszességében bonyolultabb funkciét megvalé-
sité6 — 4ramkorré egyesitése a feladat. Oridsi kony-
nyebbséget jelent az aramkortervezéknek, hogy ily
moédon kiilonféle eljarassal késziilt chip-ek (bipolaris,
MOS) is dsszehazasithaték.

A berendezésgyartok felvetették a kerdmia hor-
doz6 és a nyomtatott dramkori lemez eltéré hétagu-
lasi egyiitthatoja okozta torésveszélyt. A kérdést
a MEV még a tovabbiakban tanulményozza, de mar
most is biztosithatja a felhasznaldkat arrél, hogy
177 %1”” méretnél még nincs probléma. Tavtarté iiveg
elemekkel akadalyozzak meg, hogy a keramia szoro-
san felfekiidjon a nyomtatott lemezre.

Az elmondottakat jol alatamasztottak a hallgato-
sag kozott kozreadott mintadramkorok.

A taldlkoz6 iizemlatogatassal zarult.

Dr. Szdraz Gyorgy
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